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随着电子技术的发展，系统级封装成为新的技术发展方向，使用SIP实现的方案更小、更轻、更薄，另一个好处是这样可以

減少或消除客户对高速电路设计的需求，另外SIP生产需要先进的系统设计方法，分割与整合专有技术、覆晶技术、线接合技

术、多层叠层技术、高密度黏结技术，以及最佳化的测试方法和其它技术，对相关的学科具有带动作用。 

SIP涉及多学科，如：系统设计技术、材料技术、工艺技术、微波毫米波技术、EMC/EMI技术、机械结构分析技术、高密度

组装技术、SOC芯片技术、测试技术等，通过SIP可以带动电科院相关技术的发展。 

SIP是技术发展方向，也是难点，难就难在多学科性，这正是电科院发挥学科汇聚平台的优势，在国内率先突破的切入点。

电科院的今后发展，围绕SIP技术的发展需要，以LTCC材料与器件、材料与器件和SOC设计与标准、验证测试和SIP设计、测试技

术为重点，开展相关基础理论研究、工艺研究和技术集成研究，力争在SIP与微波小型化集成系统、高性能铁氧体器件、SOC设

计与验证方面取得国内优势。 

本领域突破关键点在于系统、电路、微波毫米波、可靠性、力学、热学、材料、工艺、测试等方面的协同和融合，一方面

各种技术在自身的技术方向发展，另一方面需要这些技术紧密围绕SIP开展有针对性的研究、攻关，全面在理论、技术、产品和

工艺、制造方面突破。 

在近期我们主要发展以下领域： 

²                系统集成设计技术 

²                材料与无源器件技术 

²                SOC芯片设计与实现 

²                微波毫米波电路、模块技术 

²                LTCC及相关工艺技术 
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